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１．概要（Summary） 

 チタン酸バリウムは古くから知られている強誘電体であ

るが、強誘電性（自発分極率）・圧電特性・比誘電率のバ

ランスが良く、鉛フリーの環境に優しい材料であるため、

広く使用されている。しかしキュリー温度（強誘電性を失う

温度）が約 130℃と低いため、高温での使用に向けてキュ

リー温度向上が急務となっている。 

先行研究から、キュリー温度向上にはヘテロ界面が誘

起する結晶格子歪みが重要であることが知られている。し

かし、ヘテロ界面を用いずとも、メソ多孔体化することで歪

みを導入する事が可能であると期待される。そこで、界面

活性剤ミセルを鋳型としたゾルゲル法によりメソ多孔体チ

タン酸薄膜の作製を行い、細孔骨格が結晶化したか X線

回折により確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

焼成温度を変えて作製したメソ多孔体チタン酸バリウム

薄膜の X線回折スペクトルを Rigaku RINT-Ultima III

を用いて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 X線回折の結果を Fig.1に示す。焼成温度が 500℃以

下の試料では（焼成前試料と同様に）回折ピークが現れ

なかったことから、細孔骨格はアモルファスであることがわ

かった。600℃以上で焼成した試料では、チタン酸バリウ

ム結晶に帰属される回折ピークが顕著に表れたことから、

細孔骨格の結晶化が生じたことが確認できた。しかしなが

ら、焼成温度を更に上昇させると、チタン酸バリウム由来

の回折ピークのみならず、副生成物である BaTiSiO5 の

回折ピークも現れるようになった。チタン酸バリウム由来の

回折ピーク強度は、焼成温度が増加するにつれ相対的

に低下し、1000℃で焼成した試料では消滅してしまった。

この結果から、下地に用いたシリコン基板は熱的に安定で

はなく、チタン酸バリウムと反応を起こしてしまうことが確認

できた。 

したがって、メソ多孔体チタン酸バリウム薄膜の物性測

定の際、副生成物の影響を防ぐためには、焼成温度を上

げすぎないようにするか、シリコン基板上に保護層（酸化

マグネシウム）を作製する必要があることがわかった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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Fig.1  Wide-angle XRD spectra of mesoporous 

BaTiO3 thin films prepared at various temperatures. 

 


